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备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：
1、标记

 顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期

2、叠层和物料
介质厚度：单面覆铜板介厚0.05mm以上，双面CCL介厚0.09mm以上；
2）PP张数：2Oz以上P片≥2张；3Oz以上P片胶含量≥50%，半固化片优选106>1080>2116,不允许使用7628；

3）客户无要求时，刚性板默认采用高Tg FR-4板材
3、阻焊、字符油墨采用进口油墨：

进口绿色油墨型号：PSR-2000 GT600D；
进口白色字符油墨：R-500M-211(ZW)。
4、表面处理：

1）未说明时，采用有铅喷锡；GJB\QJ镀金层采用电镀工艺，IPC可采用化金工艺；

2）焊接区域金厚≤0.45um；非焊接区域（不含mark点）采用硬金，金厚≥1.3um。
5、线路：

局部镀金和其他表面处理区域间距≥0.5mm；

≥2Oz厚铜印制板层数＜6层，全部保留或添加孔盘。印制板层数≥6层的，至少保留4层孔盘，且对称设计，相邻孔盘跨距不超过4层。（包括功能盘和非功能盘）；
焊盘间距≥4mil，SMT焊盘尺寸≥12mil时按±10%公差，＜12mil时，按±1.2mil；插件焊盘公差±2mil，HDI盲孔底部公差+20%/-10%。对于局部孔铜厚度为2mil或3mil的厚铜PCB，焊盘公差±15%；
铜桥不允许删除，也不允许断开；
≥2Oz线宽公差±20%（测量线顶）；
对于厚铜板（≥2Oz）的PTH孔： 需有≥0.5mm外层孔环，且多层板时需含≥2层内层孔环。不同网络侧壁间距≥1mm，侧壁包边公差±0.3mm；
不同铜厚对应线宽/线距设计按如下标准,低于表单时需EQ确认

	设计项目
	最小设计参数（单位：mil)
	特殊工艺

	完成铜厚
	1oz
	2oz
	3oz
	4oz
	5oz
	6oz
	内、外层

	内层线宽
	5
	5
	6
	8
	10
	12
	/

	内层线距
	5
	6
	6
	8
	10
	12
	普通线路间距

	内层线距
	6
	8
	8
	10
	12
	14
	绕组间距


6、孔：

盘中孔：采用树脂塞孔+CAP工艺，Wrap铜≥12um，延伸宽度≥25um
2）≥2Oz厚铜板，采用HDI工艺时，不允许随意删除或减少大铜皮上设计的密集盲孔。
7、外形：
1）槽内角半径在直角或锐角时，≤0.5mm槽型孔不可当椭圆孔处理；
2）对于多拼厚铜板，单元尺寸＜120*70mm，外形尺寸公差±0.13mm。单元板间槽公差、单元板间和工艺边间槽公差为±0.13mm；

3）无要求时，工艺边宽度5mm，V槽、邮票孔或连接筋连接。

8、导体厚度：

表面完成铜厚2Oz，指示min70um；表面完成铜厚3Oz，指示min105um；以此类推。
9、测试：
   1）有耐电压测试要求时，按此条件测试并出具报告：1500V/0.1mA, 电压爬升500V/sec，1500V维持3-5S
   2）有线圈设计的刚性板，100%测试电感并出具报告，线圈区域表层目视不允许出现铜粒。
   3）内层有≥3Oz铜设计的，每批平面结构分析，无铅回流焊5次后耐压测试后；≤75*55mm板取单元板平磨，否则取75*55mm分析。每层平磨。
   4）新产品时，需进行温循测试，-40~125°C，高低温各30min，温度变化率20°C/min、700cyle。（暂不执行）
10、出货报告：
1）金相切片检测报告
2）孔电阻报告
3）可焊性报告
4）耐热油测试报告
5）热应力测试报告（IPC*、QJ*验收标准提供）
6）耐溶剂型测试报告
7）特性阻抗测试报告（阻抗时）

8）耐电压测试报告（有要求时）

9）电感测试报告（定性）（有要求时）

11、MARK点：
要求两面都布设mark点，每面不小于2个，位于PCB对角位置，当板长≥400mm时，中部增设一组。两面标识位置不重合、不对称，mark点直径d≥1mm，2d范围内无阻焊、导体图形；mark点边缘距离板边≥5mm。需对客户设计的mark点进行审查，不符合以上要求时EQ，要求设计师更改设计文件

凹蚀

 不允许负凹 

预审部分： 

CAM部分： 

MI部分： 

功能检查备注：提供P片、板材、字符油墨、阻焊油墨供方的合格证;孔壁镀层空洞≤1个，且长度≤孔高的5%

蚀刻、AOI备注：铜桥不允许断开；
当有铜厚≥2Oz的走线层（包括外层），内层蚀刻备注：铜厚≥2Oz的走线层，线宽公差±20%（测量线顶），保证蚀刻因子≥2.5；外层蚀刻备注：铜厚≥2Oz，线宽公差±20%（测量线顶），保证蚀刻因子≥2.0；
凹蚀备注：不允许负凹

